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(54)实用新型名称

一种定向易碎标签

(57)摘要

本实用新型提供一种定向易碎标签，所述定

向易碎标签的一面设有胶层，所述定向易碎标签

上设有定向损毁区，所述定向损毁区包括相连接

的连接区和易碎区，所述胶层的粘合力大于易碎

区的断裂强度，而小于连接区的断裂强度。撕开

定向易碎标签时，标签沿连接区和易碎区连接的

边缘断裂，从而达到定向损毁的效果；可以在定

向易碎标签的重要标志的位置设有定向损毁区，

所述定向损毁区域同时设有易碎区和连接区，易

碎区两侧分别设有一个连接区，从两侧的方向撕

开都能达到定向损毁的效果。
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1.一种定向易碎标签，其特征在于，所述定向易碎标签的一面设有胶层，所述定向易碎

标签上设有定向损毁区，所述定向损毁区包括相连接的连接区和易碎区，所述胶层的粘合

力大于易碎区的断裂强度，而小于连接区的断裂强度。

2.根据权利要求1所述的定向易碎标签，其特征在于，所述定向损毁区包括至少一个易

碎区和两个连接区，所述易碎区两侧分别设有连接区。

3.根据权利要求1所述的定向易碎标签，其特征在于，所述易碎区包括纵向和横向间隔

分布的易碎块和连接块。

4.根据权利要求1所述的定向易碎标签，其特征在于，所述定向损毁区包括间隔分布的

第一定向损毁区和第二定向损毁区。

5.根据权利要求1~4任一项所述的定向易碎标签，其特征在于，所述定向易碎标签包括

RFID标签，所述RFID标签包括基膜和复合在所述基膜上的RFID天线，所述基膜上设有定向

损毁区。

6.根据权利要求5所述的定向易碎标签，其特征在于，所述易碎区上设有间隔分布的易

碎块和连接块，所述易碎块上设有易碎涂层。

7.根据权利要求5所述的定向易碎标签，其特征在于，所述基膜包括PET基膜，所述RFID

天线的另一侧设有覆膜。

8.根据权利要求7所述的定向易碎标签，其特征在于，所述覆膜上设有温变印刷层。

9.根据权利要求4所述的定向易碎标签，其特征在于，所述第一定向损毁区设置在定向

易碎标签的封口处，所述第二定向损毁区设置在所述易碎标签的敏感信息处。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 211718911 U

2



一种定向易碎标签

技术领域

[0001] 本实用新型涉及易碎标签技术领域，尤其涉及一种定向易碎标签。

背景技术

[0002] 易碎标签的背面涂有强力胶粘剂，常作为一种复合防伪标签，易碎标签的断裂强

度远低于胶粘剂的粘合能力，在粘贴后，不能完整剥离，具有一经撕开不可再利用的特点。

易碎标签常用来加成工成商品易碎质保贴，广泛应用于手机、电话、电脑配件、汽车电器、酒

类、药品、食品、化妆品等商品的一次性包装和质保上，而易碎标签的质量直接关系到商品

售后和商品防伪等各个方面，直接关系到商家和消费者的经济利益。

[0003] 现有的易碎标签，尤其是RFID标签，通常采用一体的易碎材质，撕开时不能确定撕

开的断裂面和断裂位置，而易碎标签上的重要标志，如商标、防伪码、防伪标记或变色图案

常被完整的保留下来，给不法分子利用技术手段获得这些重要标志提供了机会。

发明内容

[0004] 为解决上述技术问题，提供一种可以在特定区域损毁的定向易碎标签。

[0005] 一种定向易碎标签，所述定向易碎标签的一面设有胶层，所述定向易碎标签上设

有定向损毁区，所述定向损毁区包括相连接的连接区和易碎区，所述胶层的粘合力大于易

碎区的断裂强度，而小于连接区的断裂强度。

[0006] 优选的，所述定向损毁区包括至少一个易碎区和两个连接区，所述易碎区两侧分

别设有连接区。

[0007] 优选的，所述易碎区包括纵向和横向间隔分布的易碎块和连接块。

[0008] 优选的，所述定向损毁区包括间隔分布的第一定向损毁区和第二定向损毁区。

[0009] 优选的，所述定向易碎标签包括RFID标签，所述RFID标签包括基膜和复合在所述

基膜上的RFID天线，所述基膜上设有定向损毁区。

[0010] 优选的，所述易碎区上设有间隔分布的易碎块和连接块，所述易碎块上设有易碎

涂层。

[0011] 优选的，所述基膜包括PET基膜，所述RFID天线的另一侧设有覆膜。

[0012] 优选的，所述覆膜上设有温变印刷层。

[0013] 优选的，所述第一定向损毁区设置在定向易碎标签的封口处，所述第二定向损毁

区设置在所述易碎标签的敏感信息处。易碎标签用于包装封口时，第一定向损毁区用于撕

开封口，第二定向损毁区用于销毁所述易碎标签的敏感信息。

[0014] 与现有技术相比本实用新型的有益效果为：1.  撕开定向易碎标签时，标签沿连接

区和易碎区连接的边缘断裂，从而达到定向损毁的效果；2.在定向易碎标签的重要标志的

位置设有定向损毁区，所述定向损毁区域同时设有易碎区和连接区，易碎区两侧分别设有

一个连接区，从两侧的方向撕开都能达到定向损毁的效果；3.  揭开RFID标签时，基膜与

RFID天线沿易碎区和连接区的边缘损毁，起到防揭的作用；4.  易碎区上设有间隔分布的易

说　明　书 1/3 页

3

CN 211718911 U

3



碎块和连接块，所述易碎块上设有易碎涂层，使易碎区的断裂面更加规则，同时有效提高防

揭效果，利于节省易碎涂料的用量；5.  所述覆膜上设有温变印刷层，防止通过提高温度的

方式降低胶层的粘合力；6.  所述易碎区设有间隔分布的第一定向损毁区和第二定向损毁

区，一次揭开时破坏第一定向损毁区，而保留第二定向损毁区，第二次揭开时破坏第二定向

损毁区。

附图说明

[0015] 图1是本实用新型的定向易碎标签结构示意图；

[0016] 图2是另一种易碎块和连接块的排列示意图；

[0017] 图3是RFID标签的结构示意图；

[0018] 图4是本实用新型的定向易碎标签制作方法流程图；

[0019] 图5是铝箔加工成RFID天线的方法流程图。

[0020] 附图中标记：1-连接区，2-易碎区，3-易碎块，4-连接块，5-第一定向损毁区，6-第

二定向损毁区，11-RFID天线，12-覆膜。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图和实施例，对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下

实施例用于说明本实用新型，但不用来限制本实用新型的范围。

[0022] 一种定向易碎标签，如图  1所示，所述定向易碎标签的一面设有胶层，所述定向易

碎标签上设有设有定向损毁区，所述定向损毁区包括相连接的连接区1和易碎区2，所述胶

层的粘合力大于易碎区2的断裂强度，而小于连接区1的断裂强度。定向易碎标签揭开时，沿

连接区1和易碎区2连接的边缘断裂，从而达到在特定区域损毁的效果。

[0023] 在具体实施中，可以在定向易碎标签重要标志的位置设有定向损毁区，所述定向

损毁区域包括一个易碎区2和两个连接区1，易碎区2两侧分别设有连接区1，沿易碎区2两个

方向撕开都可以起到定向损毁的效果，也可以设有多个易碎区和多个连接区。

[0024] 易碎区2可以采用局部易碎的结构：易碎区2上设有间隔分布的易碎块3和连接块

4，使易碎区的断裂面更加规则，同时有效提高防揭效果，利于节省易碎涂料的用量。易碎块

3和连接块4可以沿纵向和横向两个方向间隔分布，如图2所示。

[0025] 所述定向损毁区可以包括间隔分布的第一定向损毁区5和第二定向损毁区6，如图 

1所示。一次揭开时破坏第一定向损毁区5，而保留第二定向损毁区6，第二次揭开时继续破

坏第二定向损毁区6。这种结构可以应用在医用耗材的包装中，第一定向损毁区5用于一次

性封装，第二定向损毁区6用于保存医用耗材的信息，找开包装时，破坏第一定向损毁区5，

防止再次利用或返库，可以通过第一定向损毁区5的信息进行医用耗材的追溯管理，揭开第

二定向损毁区6销毁定向易碎标签。

[0026] 所述定向易碎标签可以包括RFID标签，如图1和图3所示，所述RFID标签包括基膜

和复合在所述基膜上的RFID天线11，所述基膜上设有定向损毁区域，定向损毁区包括相连

接的连接区1和易碎区2。胶层的粘合力大于易碎区2和RFID天线11的断裂强度之和，连接区

1的断裂强度大于胶层的粘合力。揭开RFID标签时，基膜与RFID天线11沿易碎区2和连接区1

的边缘损毁，起到防揭的作用。
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[0027] 所述基膜可以采用PET基膜，  RFID天线11的另一侧可以设有覆膜12，  RFID天线11

上还可以安装有RFID芯片。覆膜12上可以设有温变印刷层，防止通过提高温度的方式降低

胶层的粘合力。

[0028] RFID标签的易碎区2也可以采用部分易碎的结构：如图1和图2所示，易碎区2上设

有间隔分布的易碎块3和连接块4，易碎块3上设有易碎涂层。使易碎区2的断裂面更加规则，

同时有效提高防揭效果，利于节省易碎涂料的用量。

[0029] 图1为一种易碎区2的排列方式，易碎面积为易碎区面积的50~70%；图2是另一种易

碎区的排列方式，易碎面积大于易碎区面积的70%。

[0030] 本实用新型另一方面还提供一种定向易碎标签的制作方法，所述定向易碎标签包

括RFID标签，RFID标签包括基膜和复合在所述基膜上的RFID天线11，如图3所示，所述制作

方法包括：

[0031] 步骤101：在基膜定向损毁区的易碎区覆上涂布器，所述涂布器上间隔设有涂布

孔，从所述涂布器的另一侧给基膜的易碎区涂上易碎涂料。

[0032] 步骤102：将涂有易碎涂料的基膜烘干。

[0033] 步骤103：将铝箔与基膜涂有易碎涂料的一面复合。通过在铝箔上涂布胶水，再将

铝箔与基膜复合。

[0034] 步骤104：将复合的铝箔进行熟化。

[0035] 步骤105：将铝箔加工成RFID天线。

[0036] 步骤106：在RFID天线上安装RFID芯片。

[0037] 其中，基膜涂易碎涂料的一面经强电晕处理过；步骤102中所述基膜烘干的温度控

制在80~90度；步骤103中，铝箔与基膜复合的一面为亚光一面。所述铝箔在70度的温度下熟

化50~100小时。

[0038] 如图5所示，步骤105所述铝箔加工成RFID天线的方法包括：

[0039] 步骤201：按照天线的设计在铝箔上涂保护油墨。

[0040] 步骤202：将铝箔进行蚀刻。

[0041] 步骤203：洗去保护油墨。

[0042] 步骤204：将RFID天线两端通过连接片打点闭合。连接片中部与RFID天线之间设有

绝缘膜，将RFID天线闭合形成完整的天线。

[0043] 在具体实施例中，采用BL-9001B型号的易碎涂料。

[0044] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技

术人员来说，在不脱离本实用新型技术原理的前提下，还可以做出若干改进和变型，这些改

进和变型也应视为本实用新型的保护范围。
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图4
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图5
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